
µ
T

C
A

18 m
ois après…

qu’en est-il?E
lie G

A
S

N
IE

R

2

D
e nouveaux protocoles, tous axés sur des bus série:

�
P

erform
ances, im

m
unité, sim

plification des designs, liens full 
duplex

�
Liens entre les élém

ents : un S
w

itch

•
P

rinter P
ort �

U
S

B
•

P
A

T
A

 �
S

A
T

A
•

S
C

S
I �

S
A

S
•

P
C

I �
P

C
Ie

•
G

igE
, 10 G

igE
•

Infiniband, S
R

IO
•

C
P

C
I �

P
IC

M
G

 2.16
•

P
IC

M
G

 1.0 �
P

IC
M

G
 1.3

•
P

M
C

 �
A

M
C

, A
T

C
A

, µT
C

A
•

E
T

X
 ��

�
�

C
O

M
 E

xpress
•

V
M

E
64 �

V
P

X

D
u bus parallèle au bus série…

c’est la 
généralisation des systèm

es com
m

utés

S
w

itch

I
H

G

L
K

J
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µT
C

A
…

U
ne nouvelle voie pour les A

M
C

A
M

C
 dans un châssis A

T
C

A
M

archés : P
lateform

es 
T

elecom
 uniquem

ent
A

rchitecture puissante m
ais 

onéreuse

M
icroT

C
A

Insertion des A
M

C
 directem

ent dans un châssis
A

M
C

 =
 com

posant ou F
R

U
 et non plus extension m

ezzanine
-

C
onserve les atouts des A

M
C

-
B

aisse le coût d’un châssis
-

F
ait pour l’E

m
bedded

4

A
M

C
 …

D
ifférents form

ats m
écanique

H
ot
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A
M

C
.0 …

F
orm

at M
écanique / E

lectrique

6

S
pécification norm

alisée au P
IC

M
G

M
écanique

E
lectrique

S
pé

cification du ou des liens / 
protocole d’é

change
 entre A

M
C
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C
om

position d’un systèm
e µT

C
A

•
Jusqu‘à

12 A
M

C
 

•
F

ond de panier
•

P
ow

er M
odule : A

C
 ou

-48V
D

C
 

•
U

nités
de V

entilation
•

µ
T

C
A

 C
arrier H

U
B

 (M
C

H
)

–
M

anage
m

ent
–

S
w

itch
–

H
orloges

•
C

hassis

8

D
ifférents types de châssis…
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µT
C

A
: A

rchitecture interne

10

Le connecteur A
M

C
5 H

orloges : 4 T
elcos, 1 S

w
itch F

abric
•

D
es ports : 2 paires : une T

x
/ une R

x
P

ouvant supporter différents protocoles
•

C
om

m
on O

ptions region
-

ports 0 et 1 : dédiés contrôle
-

ports 2 et 3 : dédiés stockage 
•

F
at P

ipes region
: dédiées données

-
liens P

C
I-E

, G
igE

, 10 G
igE

, S
R

IO
•

E
xtended

region
(R

T
M

)
•

Lignes
pour IP

M
I, m

anagem
ent

•
A

lim
entations

–
3,3V

olts : m
anagem

ent
–

12V
olts : P

ayload
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U
n écosystèm

e abouti et durable:
40 acteurs et +

200 m
odules A

M
C

P
r A

M
C

D
S

P
P

acketP
rocessor

M
C

H
, P

M
N

etw
ork I/O

S
torage

C
arrier IP

 et P
M

C
E

/S
 Indus.

E
/S

 T
élécom

s
D

ev.T
ools

…

12

M
C

H
…

M
icroT

C
A

C
arrier H

U
B

•
E

lém
ent clef d’un châssis m

icroT
C

A
, assurant

-
le m

anagem
entdu châssis

/ des A
M

C
-

la distribution
des horloges

-
le lien

entre A
M

C
 (sw

itch)
•

R
edondance possible
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M
C

H
…

M
icroT

C
A

C
arrier H

U
B

14

Le fond de panier

•
D

ifférents
m

odèles
et topologies

-
form

ats
A

M
C

-
configutations

star, dual star,...
•

S
upporte

l‘enfichage
des tous

les élém
ents

-
A

M
C

-
A

lim
entations

-
M

C
H

•
C

onnecteurs A
M

C
 de différentes versions

-
P

ress
fit

-
C

om
pression m

ount
•

S
upporte tous les protocoles
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Interconnexions  B
us et M

C
H

16

M
odule d’alim

entation
•

D
ifférentes

tensions
d‘entrée

�
-60V

D
C

�
-48V

D
C

�
+

24V
D

C
�

100-240 V
A

C
 

•
E

n sortie
: +

3,3V
 D

C
 et +

12V
 D

C
 

P
uissance

: de 300 à
600W

•
M

anagem
ent (IP

M
I)

-
A

lim
entation / H

otS
w

ap
des A

M
C

-
S

urveillance
tensions

/ consom
m

ation
-

Lien avec
C

arrier M
anager

•
R

edondance
possible
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E
xem

ple d’architecture µT
C

A

D
eux grandes catégories:

•
T

elecom
s: S

w
itch G

igE
en F

A
T

 P
ipe + redondance (M

C
H

 &
 P

M
)

•
S

erveurs Industriels: S
w

itch P
C

Ie
en F

A
T

 pipe w
-w

/o M
C

H
–

G
d volum

e de donnée de production
–

C
apacité

G
raph/V

idéo, data-processing, visualisation
–

C
alcul: R

obotique, gestion d’axes…

18

M
anagem

ent
IP

M
I: Intelligent P

latform
 M

anagem
ent Interface

S
urveillance / contrôle d’un systèm

e

-
T

em
pérature, tensions, ventilateurs, alim

entations, cartes
-

R
eset, arrêt, m

ise sous tension des A
M

C
, …

A
u niveau des A

M
C

-
M

odule M
anagem

ent C
ontroler

(M
M

C
) : gestion interne

-
LE

D
0 B

leue : H
ot S

w
ap / LE

D
1 R

ouge : P
anne

LE
D

2 et 3 : U
tilisateur

-
E

xtracteur +
 m

icro-sw
itch

pour H
otS

w
ap

H
iérarchisation

-
C

arrier M
anager : G

estion A
M

C
, E

-K
eying, P

ow
er budget…

-
S

helf
M

anager (S
hM

C
) : S

urveillance alim
entations, ventilation, 

A
M

C
 présents, …

-
S

ystem
 M

anager: interface réseau +
 logiciel pour surveillance à

distance (W
E

B
, …

)
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M
anagem

ent

20

µT
C

A
…

P
ourquoi faut-il l’adopter?

•
P

érennité
: 8 ans m

inim
um

•
M

anagem
ent à

distance: gestion centralisée
•

P
IC

M
G

 O
pen-S

tandard P
latform

: risques m
aîtrisés

•
A

M
C

 everyw
here: A

T
C

A
/C

ustom
/µT

C
A

: économ
ie d’échelle

•
T

im
e to M

arket: C
O

T
S

•
M

odulaire et C
om

pact: F
R

U
 optim

um
•

B
uild

and P
ay

as you
G

row
: évolutif 

•
F

lexibilité: m
ultiples plateform

es
•

M
ulti-C

ore
on A

M
C

: systèm
es m

ultiprocesseurs
•

C
om

m
unications intensives: liens séries rapides entre S

O
B

 
(S

ub-system
 O

n B
oard)

•
P

rotocols
A

gnostic:, G
igE

, 10G
igE

, P
C

Ie, S
R

IO
…
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µT
C

A
…

P
ourquoi m

aintenant?

•
B

uy
/ M

ake
/ M

ixed: une solution déjà
éprouvée

–
A

M
C

 design: sim
ple com

m
e une carte P

C
Ie

•
S

ystem
 C

ooling
E

fficiency: 
–

Loi d’A
rrhenius: «

U
ne augm

entation de 10°C
 divise p

ar 2 la 
durée de vie des com

posants
»; c’est dans la norm

e µ
T

C
A

–
P

roduire le m
oins de chaleur possible

•
P

rotection de l’environnem
ent:

–
A

utoprotection du systèm
e

–
P

uissance électrique nécessaire
–

V
entilation adaptée

•
S

pécial pour les T
élécom

s:
–

H
ot S

w
ap &

 H
ot P

lug (réduction des tem
ps de pannes)

–
H

A
 de 99.9%

 à
99,999%

: no single point of failure
–

F
oot P

rint: 300m
m

 E
T

S
I C

om
pliant

–
S

ervice A
vailability

F
orum

 &
 C

P
-T

A
: Interopérabilité:

P
roduits certifiés pour un écosystèm

e C
O

T
S

 fiable

22

µ
T

C
A

: C
oût de P

ossession
•

R
éduction des coûts de développem

ent (N
R

E
)

•
P

rix d’achat com
pétitifs

•
F

R
U

 m
odulaire, com

pact et identique pour tous les projets
•

C
outs de stockage réduit

•
Life C

ycle m
anagem

ent: P
érennité

de 8 ans
•

M
3: M

onitor/M
anage/M

aintain
–

JT
A

G
: 

•
test des cartes

•
M

ise à
jour logicielle

•
R

econfiguration des F
P

G
A

–
R

éduction du coût de déploiem
ent des nouveaux produis

–
M

inim
isation de l’im

pact chez le client
–

R
em

ote
pedigrees and diagnostics

–
M

aintenance préventive
–

C
oûts M

C
O

 allégés
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…
C

oût de P
ossession

•
C

ouvre l’ensem
ble des besoins dans de nom

breux 
dom

aines:
–

D
e la m

icro B
ox 2 A

M
C

 à
la ferm

e de 192 A
M

C
–

toujours dans le m
êm

e environnem
ent virtuel

–
M

êm
es outils de développem

ent
–

C
oûts de form

ation des ingénieurs et techniciens réduits

24

µT
C

A
: E

m
bedded C

om
m

unication C
om

puting
P

latform
s R

evolution
•

A
ujourd’hui les m

archés T
élécom

s et E
m

bedded (M
édical, 

M
il /A

ero, IndustrialA
utom

ation) sont servis par une 
m

ultitude d’architectures depuis des années.
•

Il n’y a pas de systèm
e qui couvre toute la gam

m
e des 

besoins
•

C
’est la prem

ière fois depuis le V
M

E
 (27 ans déjà), dans un 

contexte économ
ique tourné

résolum
ent vers l’O

utsourcing, 
qu’une technologie à

le potentiel d’adresser tous ces 
m

archés verticaux avec une profondeur inégalée qui va de 
l’entrée de gam

m
e au systèm

e haute perform
ance

•
C

’est aussi par ses coûts, plus en rapport avec les m
archés 

com
m

erciaux, que le µT
C

A
 et ses variantes sera le grand 

standard de dem
ain…
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Le m
arché

T
elecom

26

T
ransports

•
«

Infotainm
ent

»
•

V
idéosurveillance

•
A

vions, T
G

V
, M

etro
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M
edical

•
L’hôpital en réseau
(plan gouvernem

ental «
H

ôpital 2012
»)

–
O

pérer à
distance

–
É

changer des datas avec des généralistes
–

D
oubler les investissem

ents des systèm
es 

d’inform
ation

•
Im

agerie m
édicale:

–
S

canner, IR
M

28

M
ilitaire

•
F

C
S

: F
utur C

om
bat S

ystem
–

M
ise en réseau de toutes les forces arm

ées
–

V
oice, D

ata, V
idéo

–
T

out sur IP
; M

obile et fixe�
W

iM
A

X
•

B
ancs de sim

ulation
•

E
m

bedded : V
P

X
/3U



S
M

T
C

A
: la version 

sim
plifiée &

 m
oins 

chère du µ
T

C
A

30

µ
T

C
A

 pour l’E
m

bedded

•
A

vantages pour les systèm
es industriels

–
C

om
pact, m

odulaire, haute densité
–

É
volutif

–
B

andes passantes très élevées
–

H
aute perform

ance
–

S
ystem

 m
anagem

ent
–

P
lateform

e pour les 10 prochaines années
•

Inconvénients
–

M
C

H
 surperform

ant et trop cher
–

P
ow

er M
odule beaucoup trop cher

–
T

rop d’options
–

A
u total, un prix d’entrée incom

patible avec l’industrie
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S
im

ple M
icroT

C
A

: w
hatis

that?

•
Le standard S

im
ple M

icroT
C

A
définit un systèm

e µT
C

A
 avec des 

fonctionnalités réduites:
–

L’objectif est de réduire drastiquem
ent le prix tout en gardant la 

com
patibilité

100%
 avec les m

odules A
M

C
–

D
’élargir le cham

p d’action du µT
C

A
 vers l’entrée de gam

m
e

•
S

upport des A
M

C
.0, A

M
C

.1 type1, A
M

C
.2, A

M
C

.3
•

M
anagem

ent systèm
e et fonction H

ot S
w

ap conservés
•

R
ésultat : le droit d’entrée à

l’architecture µT
C

A
 est divisé

par un 
facteur x2,5 à

x3
•

S
ponsors de cette initiative «

l’E
uropean

S
im

ple M
T

C
A

 A
lliance

»:
•

A
dlink, T

ew
s, S

chroff, P
ow

erB
ridge, E

crin, A
cal, G

om
a

32

S
ystèm

e µ
T

C
A

 sans M
C

H
 ni P

M
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D
ifférences entre S

M
T

C
A

 et µT
C

A

•
S

lots dédiés pour m
odule C

P
U

 et m
odules I/O

•
S

eulem
ent des liens P

C
Ie

x1 vers les m
odules I/O

 
(A

M
C

.1 type 1)
•

D
es connexions figées

•
S

upporte 8 slots A
M

C
•

S
im

ple M
icroT

C
A

S
upport M

odule (S
S

M
) qui re

m
place 

le M
C

H
 et les fonctions contrôle d’alim

entation
•

P
ow

er M
odule rem

placé
par une sim

ple alim
e

ntation 
industrielle A

C
 ou un convertisseur D

C
/D

C
•

P
as de redondance

34

S
S

M
: S

im
ple M

icroT
C

A
S

upport M
odule

•
A

M
C

 M
id-size

•
S

w
itch P

C
Ie

x8 vers 8 x1
•

G
énérateur de l’horloge P

C
Ie

•
convertisseur D

C
/D

C
 pour la 

partie m
anagem

ent
•

M
onitoring F

A
N

 et P
S

U

•
C

ontrôle des ventilateurs
•

C
ontrôle M

anagem
ent par 

E
thernet en F

P
•

2 ports G
igE

en F
P

 en 
provenance des ports 0 et 1 
de l’A

M
C

 C
P

U

A
M

C
 E

nable
9

x4
A

M
C

1 
P

ort 4-11

2

G
bE

Interface
A

M
C

1        
P

ort 0/1
2

R
J45

2

P
C

Ie B
ridge

A
M

C
2-9 

P
ort 4

8

x1

9
A

M
C

1-9  
F

C
LK

A
P

C
Ie C

lock

IB
M

B
-L

Te
m

p.  
S

ensor
C

arrier 
N

um
ber

P
resence

9

M
P

F
A

N
 C

trl

P
P

on
9

M
P

on
9

F
A

N
8

M
gm

t 
P

ow
er 

S
upply

V
oltage 

S
upervision

M
gm

t 
C

ontroller

P
ow

er 
C

ontrol

P
P

R
J45

F
ast E

thernet

G
A

[2:0], 
P

S
0, P

S
1

LE
D

s

9
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S
im

ple M
icroT

C
A

B
ackplane

36

O
ther

P
oints

•
S

M
T

C
A

 C
lock

S
ignals: connectés au slot voisin

–
S

lot 1 T
C

LK
B

 vers slot 2 T
C

LK
A

, S
lot 2 T

C
LK

B
 vers slot 

3 T
C

LK
A

, …
–

Idem
 pour T

C
LK

C
/D

•
S

M
T

C
A

 R
ear

I/O
–

A
M

C
 ports 12 à

15 et 17 à
20 sont disponible en R

T
M
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P
ico D

IA
M

A
N

T
: 

C
hassis

S
M

T
C

A
 pour l’E

m
bedded

•
R

ack 2U
/19’’S

M
T

C
A

 avec 8 slots A
M

C
•

P
as de slot M

C
H

•
P

as de slot P
M

•
A

C
 P

S
U

 open fram
e 350W

•
V

entilation avant-droit vers arrière-gauche
•

2 unités de ventilation hot-sw
ap

•
O

ption D
C

 P
S

U

38

A
M

C
 P

rocesseur C
ore

2 D
uo

•
P

lus de perform
ance par W

att
•

D
ual C

ore
et M

ulti C
ore: idéal pour des petits systèm

es µT
C

A
•

C
om

paratif entre:
–

P
M

 2G
H

z, 533 F
S

B
, i7520+

6300, 2G
B

 D
D

R
2-400

–
LV

 D
ual C

ore
X

éon
2G

H
z, 667 F

S
B

, i3100, 2G
B

 D
D

R
2-400

–
D

R
A

M
 avec E

C
C

 en single channeldans les 2 cas
�

plus rapide, m
êm

e en single thread, avec seulem
ent +

 4W
�

si D
C

 réduit à
1G

H
z: +

15%
 en perf &

 de -7W
 à

-12 W
atts

•
M

ultithreads: exploite parfaitem
ent l’architecture D

C
 &

 M
C
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C
ore

2 D
uo processor A

M
C

40

E
C

R
IN

: S
ystem

 Integrator

•
L’O

utsourcing s’accélère
•

Les grands donneurs d’ordre et les P
M

E
 ont besoin de 

S
ystem

 Integrators
qui sont capables d’adapter ces produits 

C
O

T
S

 aux besoins spécifiques clients et applications
•

Interopérabilité
des différents sous-ensem

bles
•

E
C

R
IN

 S
ystem

s: votre partenaire en développem
ent de 

S
olutions:
–

A
pplication R

eady
P

latform
–

C
om

m
unication S

ervers avec niveau d’intégration et de 
tests plus élevé

–
C

ustom
isation: A

M
C

, F
ond de panier, châssis, 

–
P

roduction de série : 300 à
500/an

–
M

aitrise d’O
uvrage

•
O

ne-S
top-S

hopping
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E
ntrez dans le m

onde d'E
crin S

ystem
s 

stand C
26

C
oupe de C

ham
pagne et petits fours offerts ce jour à

12h

42

M
erci pour votre attention

N
os solutions

donnent vie à
vos projets


